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Abstract (fr)
La présente demande concerne le domaine de la fabrication de microcomposants métalliques par électroformage dénommés micropiéces.Pour
éviter de détériorer les pieces une fois fabriquées, il est proposé un procédé pour fabriquer une pluralité de micropieces comprenant les étapes
de:a) Obtention d'une pluralité de micropiéces (3) formées par électroformage sur un substrat conducteur (1) dans au moins un moule (2) en
photoresist développé, laissant apparaitre la face externe brute (5a) des micropieces (3), la face interne brute (6a) des micropieces (3) étant en
contact avec le substrat conducteur (1),b) Elimination du moule (2),c) Application d'une résine liante (4) sur les micropieces (3), ladite résine liante
(4) recouvrant la face externe brute (5a) des micropieces (3) ainsi que le substrat conducteur (1) laissé accessible suite a I'élimination du moule
(2),d) Usinage de la résine liante (4) et de la face externe brute (5a) des micropiéces (3) pour former une surface plane de référence (8) et obtenir la
face externe usinée (5b) des micropiéces (3),e) Libération de I'ensemble formé par les micropieces (3) et la résine liante (4) du substrat conducteur
(1),f) Usinage de la face interne brute (6a) des micropiéces (3) pour obtenir la face interne usinée (6b) des micropiéeces.
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